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ENEPIG-Prozess

Chemisch Nickel-, chemisch Palladium-
und teilautokatalytische
Goldabscheidung

Der ENEPIG-Prozess von Umicore bietet der
Leiterplattenindustrie ein universelles Finish mit exzellenter
Drahtbondbarkeit und hochster Zuverlassigkeit der
Lotverbindung (SJR) mit der bleifreien Legierung SAC 305. Das
Palladium verlangsamt die Diffusion von Zinn in das Nickel, was
zu einer minimalen Verdickung der intermetallischen
Verbindung Nickel-Zinn fUhrt, auch nach einer thermischen
Belastung von 1000 Stunden bei 150°C.

Ty

Der Einsatz des einzigartigen teilautokatalytischen
Goldelektrolyten Gobright® TWX-40 ermadglicht es, je nach
Kundenanforderung auch noch dickere Goldiberziige mit sehr
gleichmaBiger Dickenverteilung abzuscheiden. Die Kombination
von stromlosen Prozessen (Nickel und Palladium) und der
abschlieBenden Vergoldung mit diesem speziellen Elektrolyttyp
gewabhrleistet eine korrosionsfreie Endoberflache fur High-End-
Anwendungen und unterschiedliche Bestickungsprozesse auf
derselben Oberflache.

DarUber hinaus sind ENEPIG-Schichten im Vergleich zu
elektrolytisch oder stromlos bondbarem Gold wie ENAG (=
chemisch Nickel + autokatalytisches Gold) kostengunstiger und
erflllen zusatzlich die neuesten RoHS- und WEEE-Vorschriften.

Vorteile

e Universelles Finish fur Lot- und Drahtbondapplikationen

e Hochrobuste Loétstellen mit SAC-L6tzinn

e Hervorragende Kontaktflache

e Stromloses Verfahren

e Gunstiger als elektrolytisches Gold-Finish

e Dichte und homogene Goldschutzschicht von 0,03 bis zu 0,3 um

Anwendungen
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REM-Aufnahme einer ENEPIG-Lotstelle im Querschliff

liche IMC.
Mach 500 Stunden
Ternpern bei 150°C.
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Testergebnisse fir Golddraht-Bonden, Heraeus HD2 25 pm
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Ihr Ansprechpartner
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umicore £

Electroplating S

Andrea Grau

Leiterin Vertrieb Europa
T: +49 7171 607 229

andrea.grau@eu.umicore.com

qgealtert
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[l Drahtbruch

[ Bruch bei Wedge 1
[l Eruch bei Wedge 2
[ Abheber 1. Bond
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Mittlere Zugkrafte:
~55(
Standardabweichung
max. 15 %

Kein Lift-off
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